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Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 
@ Chipkarte zur kontaktlosen Datenubertragung 

(g) Die Chipkarte zur kontaktlosen Datenubertragung vyeist 
ein separat In den Kartenkdrper (2) eingebautes Ubertra- 
gungsmodui (3) auf. Diese wiederum weist eine Antenne in 
Form mindestena einor Spula (4) zur induktivon Daten- und 
Energieubertragung und/oder in Form elektrisch leitender 
Schichten (5) zur kapazitlven Datan- und Energieubertra- 
gung auf. Zur elektrischen Ankopplung an das Chipmodul (7) 
waist dae Obertragungsmodul (3) AnschluSfiachen (6) auf. 
Getrennt vom Obertragungsmodul (3) wird in dan Kartenkor- 
per (2) ein Chipmodul (7) mit mlndestens einem IC-Baustein 
(8) und Anschlu&flachen (21 ) zur elektrischen Ankopplung an 
das Obertragungsmodul (3) eingebaut. 
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Beschreibung 

Seit geraumer Zeic gibt es parallel zu den auf breiter 
Ebene eingefOhrten kontaktbehafteten Chipkarten nach 
ISO 7816 auf dem Markt Chipkarten, bei denen der 
Datenaustausch mit entsprechenden Datenaustausch- 
ger§ten nicht Qber galvanische Kontakte, sondem in- 
duktiv Oder kapazitiv erfolgt. 

Die bisher bekannten kontaktlosen Chipkarten wei- 
sen einen gemeinsamen Trager fur die Chips und die 
passiven Ubertragungselemente (Spulen fur eine induk- 
tive Daten- und Energieubertragung und/oder elek- 
trisch leitende Schichten fOr eine ]aipazitive Daten- und 
Energieubertragung) auf. Dieser Trager mit Chip und 
Obertragungselementen wird zwischen mindestens 
zwei Schichten (z. B. PVC-Schichten) des Kartenkdr- 
pers eingebettet und so in der Karte verankert 

Problematisch bei der Herstellung dieser Art von 
kontaktlosen Chiparten sind die folgenden Punkte: 

Die dem gemeinsamen Trager zugrunde liegende fle- 
xible Leiterplatte ist, da sie die Flachen fur das Aufbrin- 
gen und Anbinden der Halbleiterbauelemente (Chips) 
und zugleich die groBflachigen Obertragungselemente 
trSgt, in der Herstellung teuer, da die ganze FlSche in 
einer Qualitit hergesteilt wird, die ein Bonden der Halb- 
leiterchips ermdglicht Aufierdem ist die Aufbringimg, 
Anbindung und Verkapselung der Chips aufgrund der 
groBen Fl&che der Leiterplatte fOr den Trager in den 
Bondlerautomaten sehr umstandlich und stellt unter 
Kostengesichtspunkten einen nicht zu vertretenden 
Aufwand dar. 

Da der Trager im Bereich des Halbleiterchips sehr 
viel dicker ist als in den Bereichen der passiven Obertra- 
gungselemente, miissen die Schichten, in die der Trager 
zur Herstellung einer normgerechten Karte in einer 
entsprechenden Negativform ausgefiihrt werden, wo- 
durch die Herstellung ebenfalls teuer ist 

Aufgrund fertigungsbedingter Toleranzen kommt es 
trotz sorgfaltiger Ausformung der Negativformen bei 
der Verbindung der den Trager einbettenden Teile zur 
Defonnierung der OberflEchen und damxt zur Defor- 
mierung eines sich eventuell auf der OberflSche befind- 
lichen Druckbildes. Mit einem derart deformierten 
Dnickbild ist die Karte jedoch als Ausschufi zu bewer- 
ten. Aus Grunden der Sicherheit und Zuverlassigkeit 
werden beim Verbinden zur Herstellung von Chipkar- 
ten Materialien und Verf ahren eingesetzt, die eine Tren- 
nung der Karte in die einzelnen Schichten ohne massive 
Beschadigimg nur sehr schwer oder gar nicht zu lassen. 
Damit ist auch der Trager mit dem sehr teueren Halblei- 
terchip nur sehr schwer oder gar nicht aus einer als 
AusschuB bewerteten Karte fur eine weitere Verwen- 
dung zu entf ernen. 

Bei der Bedruckung des Kartenkdrpers nach dem 
Einbringen des Trigers und dem Verbinden der betei- 
ligten Schichten kann zwar eine Deformation des 
Druckbildes durch den Einbring- und Verbindungsvor- 
gang ausgeschlossen werden. Allerdings treten jedoch 
auch beim Bedrucken relativ h^ufig Fehler auf, so daB 
auch in diesem Fail teure AusschuBkarten mit nicht 
mehr zu entfernendem Halbleiterchip produziert wer- 
den. 

Die Probleme beim Einbringen des Tragers in die 
Karte und beim Bedrucken verstarken sich noch, wenn 
die kontaktlose Karte zusHtzlich uber Kontaktfiachen 
(z. B. nach ISO 7816/2) verfugen sol), urn wahlweise eine 
kontaktlose oder eine kontaktbehaftete Daten- und 
EnergieObertragung zu ermdglichen. In einer solchen 



Ausfuhrung befinden sich dfe Kontaktflic^en mit auf 
der die kontaktlosen Obertragtmgselemente und den 
Halbleiterchip tragenden Ldterplatte oder sind zimiin- 
dest fest und elektrisch leitend mit dieser verbunden. 
5 Das Einbringen eines so ausgestalteten Tragers fur kon- 
taktlose und kontaktbehaftete Datenubertragung in ei- 
nen Kartenkorper ist mit noch mehr Fertigungsrisiken 
verbunden als das Einbringen eines nur kontaktlosen 
Tragers. 

10 Aufgabe der Erfindung ist es, eine Chipkarte zur kon- 
taktlosen Daten- und EnergieObertragung zu schaffen, 
die rationell und bei minimalen AusschuBkosten herzu- 
stellen 1st, und eine dauerhaft sichere und zuverllLssige 
Verwendung gewahrleistet 

15 Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi durch die 
kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruches 1 ge- 
Idst Die sich daran anschlieBenden Unteranspruche 
enthalten vorteilhafte und fdrderliche Ausgestaltungen 
der Erfindung. 

20 ErfmdungsgemaB wird in den Kartenkorper ein sepa- 
rates Obertragungsmodul, welches eine Antenne in 
Form mindestens einer Spule und/oder in Form elek- 
trisch leitender Schichten aufweist, eingebaut, wobei der 
Kartenkorper bereits bedruckt sein kann. Das Obertra- 

25 gungsmodul weist AnschluBflachen zur elektrischen 
Ankopplung an das Chipmodul auf. Dieses Zwischener- 
zeugnis (Kartenkorper mit eingelagertem Obertra- 
gungsmodul ohne teueres Chipmodul) kann nun gege- 
benenfalls bedruckt werden und wird anschlieBend op- 

30 tisch nach AusschuBknterien begutachtet 

Das Chipmodul mit dem teueren Halbleiterbaustein 
wird nur in beanstandungsfrei bedruckte Kartenkdrper 
mit einwandfreien Oberflachen eingesetzt 

Auf diese Weise werden die AusschuBkosten erheb- 

35 iich reduziert, wodurch die Herstellung von kontaktlo- 
sen Chipkarten unter Kostengesichtspunkten attraktiv 
gemacht wird. 

Auf den Zeichnungen sind Ausfiihrungsbeispiele dar- 
gestellt, welche nachfolgend naher erlautert werden. 

40 Es zeigt 

Fig. 1 -H Fig. 2 einen Schnitt durch einen Kartenkdr- 
per mit einem schematisch angedeuteten Chipmodul* 

Fig. 3 eine Drauf sicht auf ein Obertragungsmodul mit 
einer Spule und elektrisch leitenden kapazitiven Schich- 
45 ten. 

Fig. 4 einen Schnitt durch ein Chipmodul, 
Fig. 5 einen Schnitt durch ein Qiipmodul mit elek- 
trisch leitenden StUtzfQBen» 
Fig. 6 eine Unteransicht auf das Chipmodul von 
50 Fig. 5, 

Fig. 7 einen Schnitt durch Chipmodul (vgL Fig. 4) und 
Kartenkorper vor dem Zusammenbau, 

Fig. 8 wie in Fig. 7, jedoch im zusanmiengesetzten 
Zustand, 

55 Fig. 9 einen Schnitt durch Chipmodul (vgL Fig. 5) und 
Kartenkdrper vor dem ZusammenbaUt 

Fig. 10 wie in Fig. 9, jedoch im zusammengesetzten 
Zustand, 

Fig. 1 1 eine Ansicht eines Chipmoduls mit einem le- 
60 adframe und flip-chip gebondetem Halbleiterbaustein, 
Fig. 12 einen Schnitt durch ein Chipmodul mit Kera- 
mikblock. 

Fig. 13 eine Ansicht einer zweiseitigen Antenne, 
Fig. 14 + Fig. 15 die Verbindung zwischen den An- 
65 schliSjflachen von Chipmodul imd Obertragungsele- 
ment mittels leitfdhiger Partikel, die in ein thermoplasti- 
. sches Material eingebettet sind (vor der Kontaktierung 
und nach erfolgter Kontaktierung), 
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Fig. 16 die Verbindung zwischen den Anschluflfla- 
chen von Chipmodul und Obertragungselement durch 
einen LStvorgang oder durch leitfahiges Kleben, 

Fig« 17 wie in Fig. 16, jedoch mit zusatzlich auf den 
AnschluBflichen aufgebrachten Lothugein, 

Fig. 18 einen federnden Kontakt zwischen den An- 
schluBstellen, 

Fig. 19 die Verbindung zwischen den AnschliiBfia- 
chen von Chipmodul und Dbertn^ungselement mittels 
eines leitend beschichteten^ flesdblen Balls. 

Die Chipkarte (Fig. 1 und Fig. 2) zur kontaktlosen 
Datenubertragung, weist ein separat in den KartenkSr- 
per (2) eingebautes Obertragungsmodul (3) auf, welches 
eine Antenne (4^) in Form mindestens einer Spule (4) 
zur induktiven Daten- und Energieubertragung und/ 
Oder in Form elektrisch leitender Schichten (5) zur ka- 
pazitiven Daten- und EnergieQbertragung besitzt Das 
Ubertragungsmodul (3) weist Anschiufifl&chen (6) zur 
elektrischen Ankopplung an das Chipmodul (7) auif. 

Getrennt vom Ubertragungsmodul (3) wird in den 
Kartenkdrper (2) ein Chipmodul (7) mit mindestens ei- 
nem IC-Baustein (8) und AnschluBflachen (21) zur elek- 
trischen Ankopplung an das Obertragungsmodul (3) 
eingebaut 

Das Obertragungsmodul (3) kann eine geschlossene 
Trigerschicht (9) aufweisen, auf der die Antenne (4, 5) 
mit den entsprechenden AnschluBflachen (6) angeord- 
net ist, wobei das Chipmodul (7) mit seinen AnschluBfla- 
chen (21) auf der Tragerschicht (9) des Obertragungs- 
moduls (3) angeordnet ist (vgL Fig. 1). 

In der Tragerschicht (9) kann auch eine Aussparung 
(10) fur eine zumlndest teiiweise Aufnahme des Chipmo- 
duls (7) vorgesehen sein (vgl. Fig. 2 und Fig. 7). Im Be- 
reich der Aussparung (10) der Tragerschicht (9) ist au- 
Berdem eine Kavitat (11) zur teilweisen Aufnahme des 
Chipmoduls (7) vorgesehen. 

Die Tragerschicht (9) des Obertragungsmoduls (3) 
kann eine einseitige oder zweiseitige Schaltung aufwei- 
sen. 

In Fig. 13 ist ein Tragerelement dargestellt, auf dem 
uber Durchkontaktierungen (14) eine elektrisch leitende 
Verbindung zu einem LeiterbahnenstGck auf der der 
Spule abgewandten Seite des Tr^gerelementes herge- 
stelh wird. Dies ermdglicht die kreuzungs- und bruk- 
kungsfreie Anbindung des Spulenendes an die entspre- 
chende AnschluBflache (6). 

Die Flache der Tragerschicht (9) entspricht in vorteil- 
hafter Weise der Grundflache des Kartenkorpers (2), 
urn Deformationen des Kartenkorpers (2) und Verwer- 
fungen der Kartenoberfl^he zu vermeiden. 

In einer aiternativen Ausfuhrungsform (nicht darge- 
stellt) ist das Obertragungsmodul (3) mit Antenne (4^) 
und AnschluBflachen (6) als Stanz- oder Atzteil ohne 
TrSgersdiicht ausgebildet Ein solches Obertragungs- 
modul (3) kann in einfacher Weise in einen gespritzten 
Kartenkdrper eingeformt werden. 

In einer weiteren Ausfflhningsform wird die Antenne 
(4J5) in einem additiven Verfahren, z.B. Schablonen- 
druck leitfahiger Fasten, auf eine innen liegende Lage 
des Kartenkdrpers (2) aufgebracht 

Die AnschluBflachen (21) des Chipmoduls (7) und die 
Anschlufiflachen (6) des Ubertragungsmoduls (3) kon- 
nen in einem LotprozeB mit Widerstandsheizung, Infra- 
rot- oder Laseraufheizung miteinander verbunden wer- 
den. 

Altematwen hierf ur sind 

— die Verbindung aber einen leitfahigen Kleber 



(15) -VgL Fig. 16, 

— die Verbindung Qber auf die AnschluBflachen 
(6,21) aufgebrachte leitnihige Erhdhungen (32) mit- 
tels Loten oder Kleben — vgL Fig. 17, 

5 — Ultraschallschweifien, 

— in einem thermoplastischen Material (16) einge- 
bettete,!eitfahige Partikel(17) — vgLFig. 14 -h 15, 

— ein fedemd unterstQtzter, mechanischer Beruh- 
nmgskontakt, z. B. mittels einer Kontaktfeder — 

to VgLFig. 18, 

— ein elastisch deformierbarer Kdrper (18X dessen 
Oberflache eine leitende Beschichtung (19) auf- 
weist — vgLHg. 19- 

15 Auf dem Chipmodul (7) sind optional zusatzlich Kon- 
taktflachen (20) fur eine kontaktbehaftete Datenuber- 
tragung vorgesehen. 

Das Chipmodul (7) weist in einer Ausftih/ungsform 
einen nicht leitenden Substratfilm (22) auf, auf dem der 

20 Chip (8) und die metallischen AnschluBflachen (21) an- 
geordnet sind, wobei der Chip (8) Ober Bonddrahte (23) 
mit den AnschluBflachen (21) verbunden ist, und der 
Chip (8) und die Bonddrahte (23) von einer schOtzenden 
VerguBmasse (24) umgeben sind. 

25 Auf der einen Seite des Substratfilms (22) sind der 
Chip (8) und die metallischen AnschluBflachen (21) an- 
geordnet imd auf der anderen Seite die Kontaktflachen 
(20) fur einen kontaktbehafteten Datenaustausch der 
Chipkarte (1). Im Substratfihn (22) sind Zugangsoff nun- 

30 gen (25) zu den Kontaktflachen (20) ausgespart (vgL 
Fig. 5), 

In einer nicht dargesteiiten Ausfuhrungsform ist der 
Chip (8) in einer Aussparung des Substratfilms (22) auf 
den Kontaktflachen (20) angeordnet 
35 In euier vorteilhaften Ausfuhrungsform weisen die 
AnschluBflachen (21) des Chipmoduls (7) elektrisch lei- 
tende StutzfiiBe (27) auf, die sich auf den AnschluBfla- 
chen (6) des Obertragungsmoduls (3) abstutzen (vgL 
Fig. 5, 9, 10). 

40 In euier weiteren Ausfuhrungsform (vgL Fig. 12) wird 
das Chipmodul (7) von einen im Querschnitt U-f5rmigen 
Keramik- und/oder Kunststoffblock (29) mit einer drei- 
dimensionalen, die AnschluBflachen (21) und die Kon- 
taktflachen (20) aufweisenden Metallisierung gebildet. 

45 In einer aiternativen Ausfuhrungsform (vgl. Fig. 11) 
weist das Chipmodul (7) ein die Kontakt- und AnschluB- 
flachen (20, 21) bildendes Stanz- oder Atzteil (28) (einen 
sogenannten leadframe) auf, auf dem der Chip (8) ange- 
ordnet ist. 

50 Auf einem solchen leadframe ist der Chip (8) in vor- 
teiihafter Weise mit seinen AnschluBstellen mittels Flip- 
Chip Kontaktierung direkt auf den entsprechenden 
Kontaktflachen (20) und den AnschluBflachen (21) elek- 
trisch leitend fbdert 
55 Der Kartenkdrper (2) kann von mehreren durch La- 
mination miteinander verbimdenen Schichten (2A) ge- 
bildet werden. 

Die Verbindung zwischen den AnschluBflachen (21) 
des Chipmodul (7) und den AnschluBflachen (6) des 
60 Obertragungsmoduls (3) bewirkt zusatzlich zur elektri- 
schen Kontaktierung eine mechanisch stabilisierende 
Verbindimg der beiden Module (3, 7). 

In einer nicht dargesteiiten Ausfuhrungsform weist 
das Obertragungsmodul (3) mehrere, unterschiedlich di- 
es mensionierte Spulen (4) mit entsprechenden AnschluB- 
flachen (6) auf, die die Auswahl der unterschiedlichen 
Spulen (4) durch entsprechenden AnschluB der den Spu- 
len (4) zugehdngen AnschluBflachen (6) ermOglicht. 
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PatentansprQche 

1. Chipkarte zur kontaktlosen DatenQbertragung, 
gekennzeicimet durch 

— ein separat in den Kartenkdrper (2) einge- 5 
bautes Ubertragungsmodul (3), welches eine 
Antenne in Form mindestens einer Spule (4) 
zur induktiven Daten- und Energieubertra- 
gung imd/oder in Form elektrisch leitender 
Schichten (5) zur kapazidven Daten- und Ener- 10 
gieQbertragung aufweist, und welches An- 
schlufifiachen (6) zur elektrischen Ankopplung 
an das Chipmodu) (7) aufweist, 

— ein getrennt vom Obertragungsmodul (3) in 
den Kartenkdrper (2) euigebautes Chipmodul 15 
(7) mit mindestens einem IC-Baustein (8) und 
AnschluBflachen (21) zur elektrischen An- 
kopplung an das Obertragungsmodul (3). 

2. Chipkarte nach Anspnich 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Obertragungsmodul (3) eine ge- 20 
schlossene Tragerschicht (9) aufweist, auf der die 
Antenne (4^) mit den entsprechenden AnschluBfla- 
chen (6) angeordnet ist, wobei das Chipmodul (7) 
mit seinen AnschluBflichen (21) auf den AnschluB- 
fl^chen (6) des Obertragungsmoduls (3) angeordnet 25 
ist. 

3. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in der Tragerschicht (9) eine Ausspa- 
ning (10) fur eine ztunindest teilweise Aufnahme 
des Chipmoduis (7) vorgesehen ist, wobei das Chip- 30 
modul (7) mit seinen AnschluBflachen (21) auf den 
AnschluBfl^chen (6) des Obertragungsmoduls (3) 
angeordnet ist. 

4. Chipkarte nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in dem KanenkCrper (2) im Bereich 35 
der Aussparung (10) der Tragerschicht (9) eine Ka- 
vitat (1 1) zur teilweisen Aufnahme des Chipmoduis 
(7) vorgesehen ist 

5. Chipkarte nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Trager- 40 
schicht (9) des Ubertragungsmoduls (3) eine einsei- 
tige Schaltung aufweist 

6. Chipkarte nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Trager- 
schicht (9) eine zweiseitige Schaltung aufweist 45 

7. Chipkarte nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Tragerschicht (9) mindestens eine 
Durchkontaktierung (14) zur Verbindung eines 
Spulenendes mit der entsprechenden AnschluBfia- 
che (6) aufweist 50 

8. Chipkarte nach einem der vorstehenden Ansprtl- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Flache der 
Tragerschicht (9) der Grundfltche des Kartenkor- 
pers (2) entspricht, um Deformationen des Karten- 
korpers (2) und Verwerfungen der Kartenoberfla- 55 
che zu vermeiden. 

9. Chipkarte nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Obertra- 
gungsmodul (3) mit Antenne (4. 5) und AnschluBfla- 
chen (6) als Stanz- oder Atzteil ohne Tragerschicht eo 
ausgebildet ist 

la Chipkarte nach einem der vorstehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Antenne 
(4, 5) in einem additiven 

Verfahren, z. B. Schablonendruck leitfaliiger Pa- 65 
sten, auf eine innen liegende Lage des Kartenkdr- 
pers (2) aufgebracht wird. 

11. Chipkarte nach einem der vorstehenden An- 



spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die An- 
schluBflachen (21) des Qiipmoduls (7) und die An- 
schluBflachen (6) des Obertragimgsmoduls (3) in 
einem LotprozeB mit Widerstandsheizung, Infra- 
rot- Oder Laseraufheizung miteuiander verbunden 
sind. 

12. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB die AnschluBflachen 
(21) des Chipmoduis (7) und die AnschluBflachen (6) 
des Obertragungsmoduls (3) uber einen leit^higen 
Kleber (15) miteinander verbunden sind 

13. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB die AnschluBflachen 
(21) des Chipmoduis (7) und die AnschiuBfUlchen (6) 
des Obertragungsmoduls (3) durch Ultraschall- 
schweiBen miteinander verbunden sind. 

14. Chipkarte nach einem der Anspniche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB die AnschluBflachen 
(21) des Oiipmoduls (7) und die AnschluBflachen (6) 
des Obertragungsmoduls (3) durch in einem ther- 
moplastischen Material (16) eingebettete, leitfahige 
Paitikel (17) miteinander verbunden sind, wobei 
beim Einsetzen des Chipmoduis (7) in den mit ei- 
nem Obertragungsmodul (3) bestuckten Karten- 
kdrper (2) die leitfahigen Partikel (17) infolge einer 
Erweichung und Compression des thermoplasti- 
schen Materials (16) eine Kontaktierung der ent- 
sprechenden AnschluBflachen (6,21) bewirken. 

15. Chipkarte nach euiem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB die AnschluBflachen 
(21) des Chipmoduis (7) und die AnschluBflachen (6) 
des Obertragungsmoduls (3) nur durch einen fe- 
dernd unterstutzten, mechanischen Berulirungs- 
kontakt miteinander elektrisch leitend verbunden 
sind. 

16. Ciiipkarte nach einem der Ansprfiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB die AnschluBflachen 

(21) des Chipmoduis (7) und die AnschluBflachen (6) 
des Obertragungsmoduls (3) Qber euien eiastisch 
deformierbaren Kdrper (18), dessen Oberflache ei- 
ne leitende Beschichtung (19) aufweist, miteinander 
verbunden sind. 

17. Chipkarte nach einem der vorstehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB auf dem 
Chipmodul (7) Kontaktfiachen (20) fur eine kon- 
taktbehaftete Datenubertragung vorgesehen sind. 

18. Chipkarte nach einem der vorstehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Chipmo- 
dul (7) einen nicht leitenden Substratfilm (22) auf- 
weist, auf dem der Chip (8) und die metallischen 
AnschluBflachen (21) angeordnet sind, wobei der 
Chip (8) uber Bonddrahte (23) mit den AnscliluBfia- 
chen (21) verbunden ist, und der Chip (8) und die 
Bonddrahte (23) verkapselt sind. 

19. Chipkarte nach einem der vorstehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Chipmo- 
dul (7) einen nicht leitenden Substratfilm (22) auf- 
weist, wobei auf der einen Seite des Substratfilms 

(22) der Chip (7) imd die metallischen AnschluBfla- 
chen (21) angeordnet sind und auf der anderen Sei- 
te die Kontaktflachen (20) fur emen kontaktbehaf- 
teten Datenaustausch der Chipkarte (1) angeordnet 
sind, und im Substratfilm (22) Zugangsdffnungen 
(25) zu den Kontaktfiachen (20) ausgespart sind, 
und der Chip (8) Bber Bonddrahte (23) mit den Kon- 
taktfiachen (20) und den AnschluBflachen (21) ver- 
bunden ist, und der Chip (8) und (tie Bonddrahte 

(23) verkapselt smd 
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20. Chipkarte nach einem der vorstehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeiduiet, daB das Chipmo- 
dul (7) einen nicht leitenden Substratfilm (22) auf- 
weist, wobei auf der einen Seite des Substratfilms 

(22) der Chip (8) und die metallischen AnschluBfla- 5 
chen (21) angeordnet sind und auf der anderen Sei- 
te die Kontaktflachen (20) fur einen kontaktbehaf- 
teten Datenaustausch der Chipkarte (1) angeordnet 
sind, und der Chip (8) in einer Aussparung des Sub- 
stratfilms (22) auf den Kontaktflachen (20) ange- 10 
ordnet ist, und der Chip (8) aber Bonddrahte (23) 
mit den Kontaktflachen (20) und den AnschluBfla- 
chen (21) verbunden ist, und der Chip (8) und die 
Bonddrahte (23) verkapselt sind 

21. Chipkarte nach einem der vorstehenden An- 15 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Chipmo- 
dul (7) einen Substratfilm (22) mit einer zweiseitig 
durchkontaktierten Schaltung aufweist, und der 
Chip (8) mittels Flip-Chip Kontaktierung auf der 
Sdialtung elektrisch leitend fixiert ist 20 
2Z Qiipkarte nach einem der vorstehenden An- 
sprUche, dadurch gekennzeichnet, daB die An- 
schluBfiachen (21) des Chipmoduls (7) elektrisch lei- 
tende StutzfaBe (27) aufweisen. die sich auf den 
AnschluBflachen (6) des Obertragungsmoduls (3) 25 
abstutzen. und der Chip (8) und die Bonddrahte (23) 
verkapselt sind 

23. Chipkarte nach Anspruch 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die StQtzfOBe (27) die Verkapselung 
aberragen. 30 

24. Chipkarte nach einem der vorstehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB das Chipmo- 
dul (7) von einen im Querschnitt U-formigen Kera- 
mik- und/oder Kunststoffblock (29) mit einer drei- 
dimensionalen, die AnschluBflachen (21) und die 35 
Kontaktflachen (20) aufweisenden Metallisierung 
gebildet ist, wobei der Chip (8) im Inneren des 
Blocks (29) angeordnet ist und uber Bonddrahte 

(23) mit den entsprechenden AnschluBflachen (21) 
imd Kontaktflachen (20) verbunden ist, und der 40 
Chip (8) und die Bonddrahte (23) verkapselt sind 

25. Chipkarte nach einem der Ansprfiche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Chipmodul (7) ein 
die Kontakt- und AnschluBflachen (20,21) bildendes 
Stanz- Oder Atzteil (28) aufweist, auf dem der Chip 45 
(8) angeordnet ist 

26. Chipkarte nach Anspruch 25, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Chip (8) mit seinen AnschluBstel- 
len mitteis Flip-Chip Kontaktierung direkt auf den 
entsprechenden Kontaktflachen (20) und den An- 50 
schJuBflachen (21) elektrisdx leitend fixiert ist 

27. Chipkarte nach Anspruch 25, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Chip (8) uber Bonddrahte (23) mit 
den Kontaktflachen (20) und den AnschluBflachen 
(21) verbunden ist, wobei der Chip (8) und die 55 
Bonddrahte (23) verkapselt sind 

2a Chipkarte nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die gestanzte oder geatzte Antenne 
(4. 5) mit den AnschluBflachen (6) in einem gespritz- 
ten Kartenkorper eingeformt ist, wobei die An- eo 
schluBflachen (6) auf dem Boden einer Kavitat zur 
Auf nahme des Chipmoduls (7) liegen. 
29. Chipkarte nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die gestanzte oder geatzte Antenne 
(4, 5) mit den AnschluBflachen (6) in einem gespritz- 65 
ten Kartenkorper eingeformt ist, wobei die An- 
schluBflachen (6) auf den Schultem einer zweistufl- 
gen Kavitat zur Aufnahme des Chipmoduls (7) lie- 
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gen, und das Chipmodul (7) zim^ndest teilweise 
zwischen den die AnschluBflachen (6) tragenden 
Schultem eingebettet ist 

30. Chipkarte nach einem der vorstehenden An- 
sprfiche, dadurch gekennzeichnet daB der Karten- 
kdrper (2) von mehreren durch Lamination mitein- 
ander verbundenen Schichten (2A) gebildet ist 
3L Chipkarte nach einem der vorstehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die Trager- 
schicht (9) mit dem Obertragungsmodul (3) zwi- 
schen zwei Deckschichten (2A) einlaminiert ist, wo- 
bei die eine Schicht eine Offnung zur Aufnahme des 
Chipmoduls (7) aufweist, \md Bber diese Schicht 
eine das Chipmodul (7) abdeckende Deckschicht 
laminiert ist 

32. Chipkarte nach einem der vorstehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbin- 
dung zwischen den AnschluBflachen (21) des Chip- 
moduls (7) und den AnschluBflachen (6) des Ober- 
tragungsmoduls (3) zusatelich zur elektrischen 
Kontakderung eine mechanisch stabilisierende 
Verbindung der beiden Module (3, 7) bewirkt 

33, Chipkarte nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet daB die elektri- 
sche Ankopplung zwischen dem Oiipmodul (7) und 
dem (Obertragungsmodul (3) uber eine kapazitive 
Einkopplung durch eine dielektrische Schicht zwi- 
schen den AnschluBflachen (6, 21) erfolgt 

34, Chipkarte nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet daB das Obertra- 
gungsmodul (3) mehrere, unterschiedlich dimensio- 
nierte Spulen (4) mit entsprechenden AnschluBfla- 
chen (6) aufweist, die wahlweise verwendbar sind 

35. Chipkarte nach einem der vorstehenden An- 
spHiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Chips (8) 
und die Bonddrahte (23) zur Verkapselung von ei- 
ner schutzendcn VerguBmasse (24) umgeben sind. 
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